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La presente memoria descrlptlva

w
tiene como fin la declaracmon del objeto sobre el que ha de
recaer el privilegio de explotacidn industrial y comgr01al
excluéivo en el territorio nacional de una Patente de Inven-
cidn, dé acuerdo con la vigente Legislacidn, que, como el
enunciado ihdica se trata de "NUEVO PROCEDIMIENTO DE FABRI-
CACION DE.CIRCUITbS IMPRESOS POR METALIZACION".

' La creacidn de los circuitos im-

presos viene siendo realizada segiin cualquiera de dos proce-

dimientos existentes en la actualidad para tal fin.

La sucesibén de operaciones que com

ponen uno de estos procedimientos es:

a).- Constltu01on y/o preparacmon

de la placa~soporte de caracter dieldctrico.
b),- Metalizacién uniforme de su

superf;c;e, consistente en el recubrimiento de ella con un

producto metdlico pulverizado.

e).~Serigrafiado de las zonas es-
pecificas de la superficie metalizada que deban quedar en
la constitucidn del circuito, mis conecretamente, consiste

esta operacidén en la aplicacidn de un producto protector

- sobre esas zonas especificas.

d).- Sometimiento del elemento

asi constituido a un ataque que elimine de la placé toda la

metalizacidn existente en las zonas no serigrafiadas,dejando
indemne la capa metdlica de las zonas serigrafiadas en razdn
a la proteccidn que establece la serigrafia, constituyendo

asi esta metalizacidn restante .el circuito.

e).- Sometimiento del elemento

asl constituido a un ataque que elimine el producto serigra-
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fiado, dejando desnudo el circuito compuesto por la metaliza-

cidn afin existente.‘ )
El otro procedimiento que viene
siendo empleado se deriva substancialmente del ya éxpuesto,
y esté compuesto por la siguiente sucesidn de operaciones:

1).- Constitucidn y/o preparacidn
de la placa soporte de caracter dieléctrico..

2).- Serigrafiado de las zonas es-
pecifi;as de la superficie de la placa que no correspondan
al disefio del circuito a constituir, dejando asi déscubier-
tas'ﬁnicamente las zonas que §orrespondan al disefio del cir-
cuito deseado; mas concretamente, consiste esta operacidn
en la éplicacién de un tratamiento anti-adhesivo sobre aque-
‘llas,zonas.

3.—Metalizaci6n uniforme de la
superficie del elemento asi constituido, que origine el
revestimiento metdlico de las ZQnaé no serigrafiadas, porque
.en "las otras la serigrafia impide la adherencia de la meta-
lizacién; asi se constituye el circuito disefiado. -

4,-SOmetimiento del elemento asi
‘constituido a un ataque que eIimine el producto serigrafiado
dejando desnuda la superficie de la placa que no constituya
[éircuito.

' Nuestro invento proporciona un
nuevo procedimiento de creacidn de éifcuitos impresos, con-
sistente en la utilizacién de unas matrices-patrdn rigidas
y de caracter metdlico que se fijan récuperablemente contra
'las placas de caracter dieléctrico, determinando en ellas

el solo descubrimiento de las superficies correspondientes

al disefio del circuito deseadoj;y para crear el circuito solo
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es precisa la posterior ejecucidn de la operacidn de metali-

T
- MRz ENs

zacldn del elemento asi constituido, porque esta hara efec-
tivg el revestimiento exclusivo de las superficies dejadas

al descubierto por las matrices.

_ Queda por tanto constituido ya el
cipauito en la placa, faltando solo la realizacidn del sol-
tade yAseparaciéh de las matrices, para que quede ya termi-
nado el proceso en la.placa y para que dichas matrices que-
den listas para su utilizacidn siguiente y repetitiva.

. Por tanto, en este prooeép sigue
subsistiendo la operacién de metalizacidn, pero las opera-
cioneé de serigrafiado y eliminacidn del serigrafiado quedan
abolidés, incluyendose en cambio las operaciones de acopla-

miento y desacoplamiento de las matrices.

No cabe ninguna duda de que con

este cambio se consiguen ganancias substanciosas que hacen

al précedimiento en cuestidn mucho mas ventajoso que los
otros dos ya expuestos. Porque la ejecucidn de las operacio-
nes de serigrafiado y eliminacién del serigrafiado cobran
un tiempo a tener en cuenta y exigen la utilizacidn de cos-
:tosas‘instalaciones, mientras ﬁue la gjecucién del acopla-
@ientb y desacoplamiento &e las maﬁrices son operaciones

que puede hacerlas sin més cualquier operario en un tiempo

{
% .

) Por otra parte, la abolicidn de
la operacidn que consiste en eliminar el serigrafiado trae

otra consecuencia ventajosa, consistente en que al no su-

frir la superficie metalizada el ataque eliminador del seri-

_grafiado aquella ofrece mayores garantias de precisidn de

funcionamiento y duracidn.
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Y respecto del procedimiento ex-

buesto en primer lugar, este preconizado cobra ademés de las
antériores, todas las ventajas que'lleva el hecho de abolir
la operacidn de elimiﬁaeién'de la capa metd@lica restante,
que'en nuestro procedimignto no se ejecuta porque no existe
esa metalizacidn restante.

Para comprender nejor la naturale-
za del,prgsente.invento, a continuacion se hace una detalld
da explicacién de su puesta en préctiia, no.siendo en abso-
luto limitativa y susceptible por tanto de recibir variacio-
nés qﬁe no afecten g su substancialidad.

Dejando a parte el caso en que la
placa soporte es de un material dieléctrico y no precisa

por tanto mis preparacidén, en nuestro invento se parte prefe

la porcelanlzac1on en dlrecto, la cual ‘ha sido o es porcela—
nizqga adecuadamente para que su capacidad dieléctrica sea
tal que garantice el cumplimieﬁto de las normas de seguvidad
establecidas en esta materia.

Una vez verificada la capacidad

-

dieléctrica dé la placa, es sometida a una inspecciéﬁ vi-
sual con el fin de rechazar las que present;n defectos de
porcelanizacidn tales como poros, de@prendlmlentos o des-
cascarillados, falta de uniformidad etc.. También se la so-
mete a una operaciéﬁ de limpieza con la que 'se elimina cual;
quier restigio de suciedad. En Gltimo lugar, es colocada
‘en unos bastidores especiales que ‘cuelgan de un transporta-
dor aéreo de velocidad regulabie._?

A lo largo de su recorrido, el

‘transﬁortédor pasa por los diferentes puestos de trabajo

Mod. 7
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para que en la placa vayan siendo efectuadas las disfintag

operaciones del proce@imiento en cugsti§n, quedando’ al fi-
nal preparada con el circuito para la colocacidn de los ter-
minales y para su montaje postericr en el'aparato ﬁaré el
que haya sido diseflada, estufas, cocinas, planchas, tostado

res de pan, sartenes etec..

i .

En primer'lugar, pasa por un horno
especial de temperatura comtrolable donde se caliente la -
blaca preparéndola para la metalizabién.

% A dqptinuaéién se colocan sobre

i . :

la placa las matrices o templates, que son unas planchas
patrdn pigidas y constituidas de material metdlico, las cua-
les se fijén contra las placas mediante pinzas, recubriendo-
las pero determinando sobre ellas el descubrimiento exclusi-
vo de las zonas que correspondan glvcircpito que se desea
cons%ituir.

Estas matrices han sido previamen-
te éometidas a un tratamiento superficial de anti-édhesivo
que impida la adherencia de capa met@lieca durante la opera-
cibn de metaiizacién.

- ' Despﬁés se procede a ejecutar la
operacidn de metalizacidn. En esta operacién el producto
metdlico se incrusfa_en la porcelana pero solo en las zonas
descubiertas por la plantilla, constituyendo asi eﬂ ellas

el ecircuito impreso deseado.

Finalmente se procede a soltar y
separar las plantillas, quedando estas listas para su utili-
zacidn repetitiva, y quedando ya constituida la placa de

circuito impreso.

No obstante, en algunos casos se
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 igual que el anterior utiliza los mismos elementos de traba-

‘zonas donde han de colocarse los bornes tevminales, llegando
10

.ridad.

-serva el derecho de extender esta demanda a los paises ex-

someten después estasrblééas de circﬁito iﬁpreso.g ia accién )
de Eorrientes de aire que hagan efectivo un répido enfria-
mier.rto . . ‘

' Pero ademis el transportador lleva
desﬁues i& piaca a un segundo puesto-de metalizacidn, que al

-

jos y en el que se efectlia la operacidn de metalizado de las

de tal forma al final del recorrido lista para esta {iltima
operacidn, y lista para ser montada al aparato para el que

haya sido destinada, tal como ya se ha afirmado con anterio-

Descrita suficientemente  la natura-
leza del invento, asi como su realizacidn indﬁstrial, sdlo
cabe afladir que en su conjunto y partes constitutivas es po-
sible, introducir cambios de forma, materia y dispoéicién en
cuahya tales alteraciones no desvirtuen su fundamento.

. \

. El solicitante, al amparo de los

Convenios Internacionales sobre Propiedad Industrial se re-

tranjeros, si fuera posible, veivindicando la misma prioridad]
de la presente solicitud.

. Igualmente el solicitante se re-
serva el derechoAdg introducir en la presente in&ento, cuan-
tos perfeécionamientos se deriven de la misma mediante la so-
licitud de los correspondientes Certificados de Adicidn en
la forma sefialada por la Ley.

NOTA:
La Patente de Invencidn que se so-

cita por veinte afios para Espafia, de actardo con la vigen-
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te Legislacidn sobre Propiedad Inddstriél, deberd pecaer

sobre "NUEVO PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE CIRCUITOS IMPRE-
S0S POR METALIZACION', ‘én todo de acuerdo con las siguientes

CREIVINDICACTONES:

1.~Nuevo procedimiento de fabrica-

‘porque en las placas dieléctricas soporte de circuitos se
procede a la metalizacidn directa de lbs circuitos sin ope-
vaciones previas ni pgg%eriores de serigrafiado, ataque qui-
mico o mefélico o similares; realizando la proyeccidn de
particulas metdlicas a través de unas planchas matrices ri-
-gidas y.de caracter metdlico qué permanecen perfectémente
?dosadas qontré las placas dufante ésta operacidn dejando
éoloral descubigrfo=las superficiesfde las mismas.qde co-
rrespondern al disefio de los circuiﬁgs deseados y que serén
ias finicas en las que quede depositada la proyeccién forman-
do i@s éircﬁitos. ' N

- 2.-NUEVO PROCEDIMIENTO DE FABRI-
CACIéN DE CIRCUITOS IMPRESOS POR METALIZACION.

| | Segfin qﬁe&a shstahcialmente.des—
érito'en la presente memoria descriptiva'qug éonstavde

nueve hojas mecanografiadas por una sola cara.
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